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　材料技術委員会は，毎年 12月に公開研究会を開催してき
た。過去の研究会の内容を振り返ってみると，2003年頃に
は「システムインパッケージ」「デジタル家電」「ユビキタ
ス」といったキーワードが見られるが，2006年には「カー
エレクトロニクス」，2009年以降は「エコ」「パワーデバイ
ス」「LED」といった言葉が目立ってきている。実装に求め
られるものが情報伝達だけではなく，環境，エネルギを配
慮したより高付加価値な実装技術へと進んでいることが分
かる。実装にこのような付加価値を与える物は，半導体デ
バイスとシステムとの橋渡しをする配線や接続技術，厳し
い環境でもこれらを保持するための封止や放熱技術であ
り，その基盤となるものが実装材料技術である。これまで
に「実装材料が大きく変わったことによって，システムが
大きな変化を遂げた」という例はほとんど見られない。材
料開発者と実装設計者の間にまだまだ大きな距離があるこ
とが一つの理由かもしれない。
　今回，材料技術委員会では，「情報・環境・エネルギと材
料技術」と題して全冊特集号を企画した。委員会を設立し
て初めての取り組みである。これまで委員会では公開研究
会などを通して実装設計者のニーズを調査し，最新の材料
開発を発信してきた。しかし限られた日程での研究会であ
り実装に係わる会員に充分に情報発信できたか疑問であ
る。そこで本特集号ではこれまでに公開研究会などで講師
をお願いした先生方を中心に，最新の実装材料に関して解
説記事を執筆頂いた。
　先ず「情報・環境・エネルギ」に関する実装技術とし
て，三次元実装，システムインパッケージ，パワーモ
ジュールを取り上げ，動向を中心に総論的な内容を，大塚

寛治氏，塚田　裕氏，高橋良和氏にお願いした。実装材料
技術としては，「有機材料」，「接合材料」，「高周波基板技
術」に分けた。「接合材料や高周波基板にも有機材料が入っ
ているのではないか？」とのご意見もおありと思うが，各
分類の内容を以下のように考えた。「有機材料」としては，
薄型チップの実装に欠かせない，ダイボンディングフィル
ム，封止および絶縁材料として重要な高熱伝導，高耐熱樹
脂技術を取り上げた。「接合材料」では，近年注目されてい
るナノ粒子技術，導電性接着剤などのはんだ代替技術を取
り上げ，「高周波基板技術」では，高周波伝送に有効な低誘
電損失材を用いた配線基板や平坦性に優れた配線基板技術
を取り上げた。
　さらに，昨年度新たに研究会で取り組んだ，材料設計技
術を本特集でも取り上げた。材料開発には，これまで計算
科学を用いた手法がなかなか取り入れられなかった。その
理由は，計算精度や単純化したモデルと実際の材料との乖
離であるものと考えられる。しかし，材料開発の段階で，
材料組成を決定するために全ての組合せを実際に合成（配
合）して特性を調べることは困難である。また，有機材料
と金属，セラミックスなどの無機材料の複合材料では構成
する界面の関与が重要となり，計算科学を用いた界面設計
が重要になるものと考えた。
　今回の特集が，実装分野における材料技術の向上，ある
いは材料ユーザの橋渡しとなってさらに新しい材料開発，
実装技術開発に役立てば幸いである。最後に，今回の特集
にあたり，執筆をお受けいただいた方々，材料技術委員会
の皆様および関係者の皆様に厚くお礼を申し上げます。
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